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Lotpasten zum Dosieren Bleihaltige Lotpasten im Uberblick
Solder paste for dispensing Leaded solder pastes at a glance

5ccm 10 ccm Flussmittel Legierung Zusammensetzung Schmelzbereich besonderer Vorteil

Lotpasten

X . flux alloy composition melting range particular advantage
Kartusche / cartridge Kartusche / cartridge l d = :
;. M PERFORMANCE SOLDER PAST
HM 1-RMA hervorragende Druckeigenschaften So er paSteS 1"""f'Rl.' Solder P
~143mm  Durchmesser ~19,1mm  Durchmesser RO L1 excellent printability oy FM-Series f
diameter diameter . . =S ""'"_;":r”
. } HM 1-RMA T3 lange Standzeit auf der Schablone Legierungen und Flussmittel 2 X8 suagell =
~68,3mm Lange ~ 88,9mm Lange 7 1F 5 per iR
length length RO g sienaliije Alloys and fluxes 0 tlaw 1503208 B
eng eng Sn 62 Sn-2.0Ag-36Pb 179-190°C R T e ADE BTN
~25g Inhalt bleihaltig ~40g Inhalt bleihaltig HA 2-RA einfach zu reinigen
net weight leaded net weight leaded RO M1 excellent cleaning
~20g Inhalt bleifrei ~40g Inhalt bleifrei .o
; 2 : 3 SSHA-S hervorragende FlieBeigenschaften
net weight lead-free net weight lead-free RO M1 excellent spreadability
RMIRMATS  sne2s $n-0.4Ag-36.8Pb 178-183°C lange Star;:;e'_:tae‘,‘fc;j‘;;:c"abl°"e
30 ccm 100 ccm o
Kartusche / cartridge Kartusche / cartridge HM 1- RMA hervorragende Druckeigenschaften
RO L1 excellent printability .
e amr Durch seamm Duch Von der perfekten Paste fir
~ 25, urchmesser ~ 35, urchmesser . s einfach zu reinigen ) . . .
diameter diameter He LA Sn 63 Sn-37Pb 183°C exceuentdeanf’ng flexible Trager bis zur optimalen
length length SSHA-SJS niedrige Temperatur, hohe Festigkeit . . . .
o o RO M1 low melting point, high strength Anforderung die richtige Losung.
~80~100g Inhalt bleihaltig TR ~250g Inhalt bleihaltig
net weight leaded il net weight leaded HM 1-RMA e B e e From the perfec[_' printable paste
~80~100g Inhalt bleifrei ~250g Inhalt bleifrei RO L1 excellent printability . ! .
net weight net weight lead-free for flexible circuit boards up to the
leadfree HA 2RA 5J7 Sn-3.0Ag-0.55b-34.5Pb 179 187°C e;;zz:;:;z:‘fn;“ optimum of long-term reliabilty —
for every need the perfect solution.
Alle Lotpasten in Kartuschen Solder paste in catridges SSHA-S hervorragende FlieBeigenschaften
RO M1 excellent spreadability
» Fiir manuelles » for manual or o o
oder automatisches Dosieren automatic dispensing gg”& SJS Sn-1.5Ag-0.55b-38Pb 171-181°C nleldrlge TclamperaFur,:plr;e FeSt'g;:e't
» mechanisch oder mit Druckluft » mechanical or with compressed air ow melting point, high strengt.
» mit Luer-lock Anschluss » with Luer-lock connection hervorragende Druckeigenschaften
» auch Fiir sehr feine Nadeln geeignet » even for very small syringes suitable T g Hekelget
> konstante Verarbeitbarkeit » constant workabilit, ROLT ity
4 SJ}3Bi  Sn-1.5Ag-0.55b-3.0Bi-38Pb  171-181°C
HA 2-R einfach zu reinigen
RO M1 excellent cleaning

Alle unsere bleihaltigen Pasten sind mit folgenden KorngréfRen erhéltlich /

All our leaded solder pastes are with the following powder sizes available:V14L (Type 3) 25-45um und / andV16L (Type 4) 20-38um
Alle unsere bleihaltigen Pasten sind mit den folgenden Flussmittelanteilen verfiigbar /

All our leaded solder pastes are available with the following flux content: 9,5% und / and 10,0%

Almit GmbH
Unterer Hammer 3
DE-64720 Michelstadt

Almit KorngroRen nach J-STD 005 / Almit powder sizes according to J-STD 005

Tel.: +49 6061 96925-0
Almit Bezeichnung / Almit name X W U N R G Fax: +49 6061 96925-18
Partikeldurchmesser in um / crain size in um 25-45 20-38 10-28 10-24 5-20 5-15

info@almit.de

( J
KorngréRe / powder size 3 4 5 5/6 6 6/7 www.almit.de ® ."'."




Bleifreie Lotpasten // lead-free solder pastes
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Flussmittel der bleifreien Lotpasten Legierungsiibersicht fir bleifreie Lotpasten Bevorzugte Produktkombinationen Fiir Almit Lotpasten
flux of lead-free solder pastes lead-free solder paste alloys at a glance Favored product combinations for Almit solder pastes
Flussmittel Klassif!z.ieru.ng besgnderer Vorteil Legierung Zusammensetzung Schmelzbereich besonderer Vorteil Legierung Klassifizierung Laserloten & Induktion Reflow-Loten (SMT)
flux flux classification ~~ particular advantage alloy composition melting range ~/ particular advantage alloy flux classification laser & inductive soldering reflow soldering (SMT)
NH (LS) halogenfrei, Laserl6ten . o sehr niedriger Schmelzbereich, Sn-Bi eutektisch
RO LO halide-free, laser application LFM-65 Sn-58.0Bi 139°C e e e, STE Giiaae LO NH-LS NH(IMT)
NH (IMT) 6 verhalt sich wie L1 Paste, perfekt auch nach langer Standzeit . . verwendbar auch mit dem L6tprofil LFM-48 .
Characteristics [Ike L1 paste, St,[l perfect after [ong open tlme LFM'31 Sn-8.0Zn-3.0BI 190 - 203 C von Sn'Pb Leglel’ungen (SAC 305) L1 HFA GT‘Serles
usable with temperature profile of Sn-Pb alloys
G40 acryl-basiertes viscoelastisches Flussmittel ] niedriger Schmelzbereich, SABI
RO L1 acryl based viscoelastic flux LFM-70 Sn-3.5Ag-0.5Bi-8.0In 194 - 206°C losv melting range, SABI M1 SSI-M TM-HP(O)
G40 A acryl-basiertes viscoelastisches Flussmittel ) niedriger Schmelzbereich: SABI
RO L1 acryl based viscoelastic flux LFM-96 Sn-3.5Ag-0.5Bi-6.0In 200-210°C losv melting range, SAB! LO NH-LS NH(IMT)
Lotpaste fiir Package-on-Package (POP) niedriger Silberanteil, hohe Létstellenfestigkeit SJM-Serie
g ) 7] = S .
SNTP ROL solder paste for package-on-package (POP) SJM-03 Sn-0.3Ag-0.7Cu-2.0Bi-a 210-226°C g A 9 (Sn, Ag, Cu, Bi) L1 HFA GT-Series
FS RO L1 BauteilgréRe 01005 _ . JEITA
super fine pitch component size 01005 LFM-94 Sn-1.0Ag-0.7Cu-2.0Bi 211 -221°C empfohlen / recommended M1 SSI-M TM-HP(O)
fir indium-basierende Legierungen entwickelt hoher Si il hohe L& L
. o , L lenf k
B RO designed for indium based alloys SIM-35 S-3.5A2.08 216-220°C N g Ao, high solder ot strength e - L,
entwickelt fir Zinn-Zink Legierungen . S i
ik ROLT designed for tinn-zinc alloys SIM-30 Sn-3.0Ag-2.0Bi-1.0Sb 216-224°C r};’;ﬁ ::lff:fjléf:: ?frt;%ﬁ;f (LSF AN(': ?)307) L1 - GT-Series
. hohe Vorheiztemperatur, perfektes Druckbild
SlaSSue N high preheat resistance, perfect print shape LFM-48 Sn-3.0Ag-0.5Cu 217 -221°C empfohlse "j_‘]C/ :eEcIZﬁvmen ded M1 - TM-HP(O)
. 0, Reflow, wenig Lunker . . .
SIS RO 0, reflow low voiding LFM-73 Sn-1.0Ag-0.5Cu 217 -226°C medngg;iber;ztceﬂ, Bne Partikeldurchmesser (um) nach IPC / crain size (um) according to IPC
% Korngrof3e
powder size <3% kleiner als o o o alles kleiner als
PZV RO L1 ideal fr niedrige Peak-Temperaturen T <3% smaller than = 0% S =10 everything smaller than
perfect for low peak-temperatures LFM-86 Sn-0.3Ag-0.7Cu 217 -228°C 9 [ !
ow Ag, SAC 3 15 15-20 20-45 45 -60 60
.. 4 15 15-20 20-38 38-50 50
475 ROL las;ra Zerllc;ct:;ons LFM-34 Sn-3.5A 221°C SNAg
PP - A eutektisch / eutectic 5 10 10-15 15-25 25-30 30
6 5 5-15 15 20
Jet-Paste fir MYDATA U
MDA-5 RO L1 . . . hoher Silberanteil, sehr hohe Létstellenfestigkeit
MYDATA -40* - - R - _ ° ) _
Jjet printing paste for u SJM-40 Sn-4.0Ag-2.0Bi-3.0Sb-a 221-227°C high Ag, very high solder joint strength 7 2 2-11 11 15
Jet-Paste fir Musashi R5-20
MJD RO L1 , .. . i
Jet printing paste for Musashi R5-20 LFM-57 Sn-5.0Sb 235-240°C ho/:.;zsnc):?”e)lﬁ:;;:h
T e — 3 KorngroRe
aserloten . . | der si
SSI-M RO M1 . 4 powder size
laser application LFM-74 Sn-10.0Sb 246 - 258°C hO,t‘l_‘;;S,;:EiZEz;'ecfgn%ngb -
’ 6 GroRenverhaltnis ca. 1:1000
. / 7 size ratio approx. 1:1000
lange Offenzeit . . . ) ) . . .
TM-HP (0O) RO M1 Korngrofien / powder size: X, W, U, N ; Alle unsere bleifreien Pasten sind mit den folgenden Flussmittelanteilen verfiigbar / All our lead-free

long open time solder pastes are available with the following flux content: 11-14% *SJM-40 ist patentiert unter / is patented under: JP PAT Nr. 3045453
SJM = Strong Joint Metal LFM = Leadfree Metal




